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 前 言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由深圳市江元科技（集团）有限公司提出。 

本文件由中国商业企业管理协会归口。 

本文件起草单位：深圳市江元科技（集团）有限公司、×××、××× 
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移动智能终端主板通用设计规范 

1 范围 

本文件规定了移动智能终端主板设计的设计准则、设计程序、元器件的选用、印制电路板要求和组

装工艺的选用、 

本文件适用于移动智能终端主板的设计、制造 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 2036印制电路术语 

QJ 201A—1999  印制电路板通用规范 

QJ 2671—1994  进口电子元器件质量管理要求 

SJ/Z 2808  印制板组装件热设计 

3 术语和定义 

GB/T 2036 界定的术语和定义适用于本文件。 

4 设计准则 

设计布设的印制导线的连接关系应与电气原理图一致，保证电气连接的正确性。 4.1 

在设计约束条件允许的范围内，应尽可能放宽设计尺寸和精度要求，以降低加工难度和提高制造4.2 

可靠性。 

表面安装印制板组装件的设计应充分考虑表面安装电路基板、组件的机械强度和应力释放，保证4.3 

元器件焊点及组件能经受规定的环境条件。 

表面安装印制板组装件应进行热设计分析，考虑环境参数、元器件特性、元器件在印制板上的位4.4 

置，计算出元器件结温、印制板表面温度和失效率，确保组装件的可靠性。 

表面安装印制电路板的可制造性主要应考虑下列因素： 4.5 

a) 加工能力、工艺水平及组装要求； 

b) 在满足使用的前提下，尽量少用细导线、小孔、异形孔和槽； 

c) 尽量使用通用的材料和成熟的加工工艺。 

设计应尽可能采用对环保有利的材料，如无铅材料等。 4.6 

5 设计程序 

表面安装印制板组装件的设计包括印制电路板图的设计、元器件选用、印制电路板要求及组装工5.1 

艺的选用、布局与布线设计、热设计以及元器件安装和固定等方面的内容。 

表面安装印制板组装件的设计文件包括： 5.2 

a) 电路原理图； 

b) 印制板电路图（包括总图、各分层图、钻孔图、连接表等）； 
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c) 装配图； 

d) 明细表； 

e) 组装件图； 

f) 技术条件； 

g) CAD 数据文件。 

表面安装用印制电路板图的设计程序为： 5.3 

a) 根据确定的电路原理图及技术条件，决定采用的元器件型号、规格和封装形式； 

b) 将表面安装电路的电路原理图输入设计软件包； 

c) 如果某元器件无对应的电图形符号数据库，则应建立相应的电图形符号数据库；如果无对应

的封装外形数据库，则应建立相应的封装外形数据库； 

d) 可测试性设计：对电路进行优化分析，设置适当的测试点，提高高密度表面安装组装件的可

测试性； 

e) 布局与布线设计：根据电路的技术要求及现有的工艺条件，设定布局与布线设计规则和布局

与布线约束条件（如某些元器件要求尽量靠近、某些元器件要求隔离以及走线要求相等长度

等），进行布局与布线； 

f) 电路仿真验证：按电路原理图的输入/输出逻辑关系进行电路模拟仿真，验证其正确无误。 

6 元器件的选用 

元器件的选用除考虑电气参数需要符合电路设计要求外，还应考虑元器件的安装形式、引出端的6.1 

可焊性、元器件的耐热性、表面涂覆层的耐清洗能力以及元器件的可获得性等要求。 

选用元器件的参数及其允许的使用环境时，必须考虑在任何情况下不应超过其极限值，并按 GJB/Z 6.2 

35-1993 的要求进行降额使用。 

在质量、进度等方面满足分系统或系统要求、性能价格比相近的前提下，应优先选用国产元器件 6.3 

元器件应在选用目录或优选目录中选用，超出选用目录或优选目录选用时，应按规定进行审批手6.4 

续 

对于国内不能生产或质量、进度等方面不能满足设计要求的元器件，应按规定程序提出申请，经6.5 

批准后，按 QJ 2671—1994 的规定选用进口元器件。 

根据组装件的可靠性要求、工作环境的极限要求和其他特殊要求，来确定选用元器件的封装形式 6.6 

高可靠的印制板组装件中应选用陶瓷芯片载体和陶瓷封装元器件，并考虑元器件和印制板间热膨6.7 

胀系数的匹配。 

在速度、功能及驱动能力满足电路设计要求的前提下，应优先选用低功耗表面安装元器件。 6.8 

7 印制电路板要求和组装工艺的选用 

印制电路板要求 7.1 

7.1.1 基板材料的选用 

7.1.1.1 基板材料应满足航天产品设计的结构性能和电气性能要求，包括温度（焊接温度和工作温度）、

结构强度、绝缘性能和电路密度的要求。 

7.1.1.2 选择表面安装用印制电路板材料时，应考虑以下性能： 

a) 树脂成分； 

b) 耐燃性； 
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c) 热稳定性； 

d) 结构强度； 

e) 电性能； 

f) 抗弯强度； 

g) 最大持续可靠的工作温度； 

h) 玻璃化转变温度； 

i) 热膨胀系数(CTE)； 

j) 热分解温度； 

k) 耐焊接时间； 

l) 电迁移特性。 

7.1.2 印制电路板电气性能要求 

7.1.2.1 导线宽度和厚度 

表面安装印制电路板上导线的最小宽度和厚度主要由要求的载流量和导线最大允许温升来决定。 

7.1.2.2 阻抗控制 

多层印制板的控制特性阻抗互连导线通常采用带状线和微带线结构。 

7.1.3 印制电路板机械性能要求 

7.1.3.1 对于管脚数较多的表面安装元器件，设计时应注意印制电路板的共面性问题，长度大于 200 

mm 的印制板应设计加强筋。 

7.1.3.2 表面安装印制电路板的设计应平衡分布线路和合理安排元器件，减少印制板的翘曲度。此外，

截面的布局，包括芯板厚度、介质层厚度、内层面和单独的铜层厚度，也应尽量保持与板中心对称。 

7.1.3.3 采用表面安装技术的印制板，最大的弓曲度和扭曲度应不大于 0.5%。 

7.1.3.4 表面安装印制电路板的抗弯强度要达到 25 kg/cm
2
 以上。 

7.1.3.5 在满足设计要求的前提下表面安装印制电路板的层数应尽量少，连接盘的直径及孔径、导线

宽度及间距应尽可能大，板厚孔径比应尽可能小，一般不大于六比一。 

7.1.4 印制电路板的加工和验收 

高可靠表面安装印制电路板的加工和验收应符合 QJ 201A—1999 等标准和规范规定的相关要求。 

组装工艺的选用 7.2 

应综合考虑组装件的电性能指标、体积和重量要求、所用元器件的类型、电路板的尺寸和制造可靠

性等因素来确定印制电路板采用单面组装或双面组装工艺。 

8 布局设计 

表面安装印制电路板一般设计为长宽比不大的长方形，最大尺寸不超过 400 mm×500 mm。 8.1 

在满足产品功能的条件下，应将元器件布设在印制板的同一面，如必须采用双面布设，则尽可能8.2 

将调试元器件及测试点布设在同一面。 

表面安装印制板上的元器件分布应尽可能均匀，不能过于集中；表面安装元器件应与连接焊盘尺8.3 

寸匹配，间隔距离规范，便于焊接；同一单元电路中的元器件应相对集中排列，便于调试和维修。 

高密度表面安装集成电路器件的外围元器件布局，应确保集成电路器件周围有足够的焊接空间，8.4 

集成电路器件和外围元器件间的间距应不小于 1.6 mm。 
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发热元器件应尽可能远离其他元器件，一般置于边角、机箱内通风位置。发热元器件应用其引线8.5 

或其他支撑物作支撑（如加散热片），使发热元器件与电路板表面保持一定距离，最小距离为 2 mm。 

高密度集成电路器件和球（柱）栅阵列封装器件（BGA、CGA 器件）应布局在印制电路板中安装刚8.6 

度最大、翘曲变形最小的部位；必要时需采取安装加固工艺措施，以确保其不受热应力和机械应力的影

响 

相邻两个 BGA 器件之间的距离应大于 5 mm，并应设计在一个面上，靠近印制板的中间部位。 8.7 

高密度及贵重元器件不应布放在印制电路板的高应力区，如：印制电路板的角、边缘或靠近接插8.8 

件、安装孔、槽、拼板的切割、豁口和拐角等处。 

印制电路板上的元器件，原则上应按电路图的连接顺序逐级排列。一般应将待调元器件布置在容8.9 

易操作的位置。同一级的元器件最好集中布置，就近接地。 

连线（特别是关键信号线）应尽可能短。有相互连线的元器件应相对靠近排列，以利于提高布线8.10 

密度和保证走线距离尽可能短。 

高电压、大电流信号与低电压、小电流信号完全分开；模拟信号与数字信号分开；高频信号与低8.11 

频信号分开。 

相同结构电路部分，尽可能采用“对称式”标准布局。 8.12 

表面安装元器件焊盘上不应放置过孔，焊盘和过孔间的最小距离为 0.5 mm。 8.13 

热敏感元器件应远离发热量大的元器件布置。发热元器件应保持一定距离，以利于散热。 8.14 

对相互可能有电磁干扰的元器件，在组装件的结构设计上应采取屏蔽或隔离措施。 8.15 

集成电路的去耦电容要尽量靠近其电源引脚，并使之与电源和地之间形成的回路最短。 8.16 

元器件布局时，使用同一种电源的元器件应考虑尽量放在一起，以便于将来的电源分割。 8.17 

9 布线设计 

在满足设计使用要求的前提下，选择布线层的顺序为单层、双层和多层布线 9.1 

布线的顺序是：地线一电源线一信号线（先高频后低频）；高速数字电路设计中，电源与地应尽9.2 

量靠在一起，中间不安排布线；所有布线层都应尽量靠近一个平面。 

信号线的布线优先顺序为：拟小信号线、对电磁干扰敏感的信号线、系统时钟信号线、对传输时9.3 

延要求高的信号线、一般信号线、静态电位线、辅助线。相邻布线层的信号线走向应取垂直方向。 

两个连接焊盘间的导线布设尽量短，先布设小信号导线，减少小信号的延迟和干扰；靠近印制板9.4 

边缘的导线，距离印制边缘的距离应大于 2.54 mm。 

信号线应粗细一致，利于阻抗匹配，推荐线宽为 0.2 mm～0.3 mm；电源、地线布线面积应尽量大，9.5 

以减少干扰。 

同一层导线的布设应均匀分布，各导线层上的导电面积要相对均衡。 9.6 

不同频率的信号线不要相互靠近平行布设，一般应使这类导线的间距大于其导线宽度的 2倍。 9.7 

导线转弯设计不应有明显尖锐的线段，穿过两个焊区的导线间距应均匀分布，保证最小电气间距，9.8 

设计时不应偏向一边。 

10 热设计 

应符合 SJ/Z 2808 的规定。 

11 元器件的安装和固定 
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表面安装印制板组装件设计应考虑元器件安装固定点的合理分布、防振动措施、应力释放措施 11.1 

在表面安装印制电路板上安装重量大的元器件时，应使用胶粘剂粘固。一般无特殊粘固要求的元11.2 

器件，应使用硅橡胶。 

环氧树脂胶为限制使用粘接剂，元器件引线、焊点不允许使用环氧树脂胶粘固；需使用环氧树脂11.3 

粘固的部位，应合理设计粘固部位与周围元器件的间隔距离。 

元器件在表面安装印制电路板粘固时，胶粘剂应严格控制在元器件引线周围，避免使元器件引线11.4 

受应力损伤。 

 


